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【原因・判断ポイント・発生工程】硬質の細かな異
物を金めっき表面に押し付けた状態で、あるいは何
らかの突起物を、負荷接触させた状態で移動させた
ことにより出来たもの（金めっき後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 镀金层表面压入硬的
物质，或者某种凸块的摩擦所引起的（镀金工序后 )。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Hard fine foreign objects are pressed against the 
sur face of gold deposit, or some projections are 
placed on the surface and then the board is moved, 
causing the scratches. (After gold plating)
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